T D s iE M I c HTM1628A-TD

BB T e oo e ettt ettt ettt e oAt e et e et et e ettt s et e et r s et s et en e r e eere 2
I <ot e ettt ettt ettt ettt e et e e et et et et e et e et e et e e e et e e et er et r e er s 4
P T o oottt ettt et e et et et e et e et e et r et st et e s et r s et en e r e eere 4
=10 = [ 2y A R = OOV 4
1.1 ol [ 7 TSP 4
1.2 o = TSRO 5

2 B oottt ettt e A ea et et e et e e et e et et et e e e e et et et ee et e n et et et enrerene et enes 6
2.1 PR ZEL (TAZ25°C, GNDZOV ) oottt et et e ettt et e e e et eae e et eeeneeeeeeee et eneeeeeeaeeeeseaeeeeeas 6
2.2 HEZE TAEEAE (TAZ -20°C~+70%C, GNDZOV ) coeieieoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e s e eeeeteseseeseeeeseseeseeeneneeeesesesens 6
2.3 LA E (TAZ -20°C~+70°C, VDDZ5V, GNDZOV)  ooeoeeeeee oottt et ee et ee e sseeeneeee e 6
2.4 TR ME (TAZ -200C~+70°C; VDDZA.5V ~ 5.5V oottt eee e ee et ee e ee et ee e 7
25 I FRRENE (TAZ -20°0C~+70°C, VDDZA.5V ~ 5.5V oeoeeeeeeeeeeeeeeeee ettt e e enataeaeans 7
3. B E G TR E BB 382 R oottt ettt ettt et 8
31 T ] ettt ettt ettt ettt ettt et ettt et ettt a ettt et et et et et e e et ettt et et et et et et et et et et et et atane 8
VNN Sy 1 w1 o, - v 8
4.1 L R E ey s b OO OOV 9
4.2 B B 1 ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt e et et et et et et anar e 9
A.2.0 BT T I B oottt ettt ettt ettt ettt ettt 10
B.2.2 B BB oottt ettt ettt ettt ettt e et 10
.23 B B oottt ettt ettt ettt ettt ettt ee e anaeeas 10
.24 T TE ] oottt ettt ettt ettt ettt ettt et ettt e eaeanenas 11

ST =R €20 =11~ 5= iSO 11
5.1 B UL (B AR ) oo ettt et ettt ettt ettt ettt e et enaaens 11
5.2 BIIAEATZEI sttt ettt ettt et ettt e et et e et et et et e e e e e e et et et ee et ee e et et et et e et e ee et et et et e et et nenaeens 11
5.3 BTy, LK 1T 12
5.4 LRz a L == IO 12
YO/ /1 < o OO 12
Y Y s /57 R 13

B, LB R I B B BB oottt ettt e et e et e ettt e et en et n e en e 14
VA kY A LS T 4 1A NS R 15
A T0 |2 B A ST o e~ 15

http://www._tdsemic.net



TDSEMIC

HTM1628A-TD & —FUir A i /) LED IRshishl & F B, WEERA MCU BN
, BRSUESy, BEREPWMSEEE. AN EEEH TRBRS CGEFREIUKES . Bl Bk,
. LD o W& BFRE. et RESNLE sk LED Bon k&

7= R R

® W RMEE (10 BT f1~13 Bod fin)
o I (10>2bit)

o EFFUHTTAEE (St 8 )
® {T#I1 (CLK, STB, DIO)

® & RCIRY (450kHz2)

o NE LA

® k3. SOP28

1. SIEHESE &5 3

1.1 SIAHIIE

ne [t 28] ] GND

po []2 27[] cRiD1

cak [ 3 26[ ] GRID2

st [] 4 25 ] GND

kit []s 24[] GriD3

k2 []e 23] GRiD4

voo [] 7 22[] GND
SEG1/ks1[] 8 21[] vop
seG2/ks2 [ 9 20 [ ] seG14/GRiDS
SEG3/ks3 [] 10 19 [ ] SEG13/GRID6
SEG4/ksa [ 11 18] SEG12/GRID7
SEGs/kss [ 12 17| ] SEG10/kS10
SEGe/ks6 [] 13 16| ] SEG9/KS9
SEG7/ks7 [] 14 15| ] SEG8/KS8

http://www._tdsemic.net



TDSEMIC

1.2 5|
5| JA 5| il Hx "5 VL
1 | NC NC B
TER P TR N B AT EE, MRAL TG . 7R Bh R B
2| BN DIO Wi B AT R ©, MARALIF 4G, % H 9 N-ch open
drain, HEEER i HEBH 20K £ 45
3 (REZETPN CLK fE E A SR AT B, T B s A
E FTFEC R BRIV AL R AT R O, B S SRR BT
4 Hik STB 4. STB NEKFEHIH —NFTERNTES, JibHiES
B, Mur e gk, 2 STB NEl), CLK #2Z
15
5 | EHEdERA K1 A NAZ S B A S5 A 4 RS B AT
6 | EEEUEmA K2 i NAZ P B A 5 3 4 R S AT
7 B4 R VDD FE Y L
8 | itk (BO SEG1/KS1 Bt (BHEERHED , P E N
9 | fit (BO SEG2/KS2 Bt (BHESRRE , P E I
10 | fr (BO SEG3/KS3 B (WWAERERD , PETFIREH
11 | fl (BO SEG4/KS4 Bt (BAEERARED , P E N
12 | i (BO SEG5/KS5 Bt (BHERAE , P E I
13 | f (BO SEG6/KS6 Bt (WHESRRE , P E I
14 | it (B SEG7/KS7 Bt (WHESRRE , P E I
15 | it (BO SEG8/KS8 Bt (BHESRRE , P E I
16 | ft (B SEG9/KS9 Bt (BAEERHED , P E N
17 | i (B SEG10/KS10 | Bttt (WHEERAE) , P EH Wk
18 | i (B/AD SEG12/GRID7 | Buhi g st
19 | ¥ (BIAD SEG13/GRID6 | Bu/fi& F%iH
20 | fd (BUAD SEG14/GRID5 | BufiE %
21 | ZAEAYE VDD 5V+10%
22 | i GND BRGH
23 | fith (A GRID4 frfd, N &R H
24 | Fith (A GRID3 frfd, N &R
25 | i GND ARG
26 | fi (A GRID2 fr¥and, N &
27 | it (A GRID1 frfd, N &R H
28 | EiEHh GND ARG

http://www._tdsemic.net




TDSEMIC

2.  HRM
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PR T TL 10 fb 250 °C
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S i &/ME A B AE <X 7A
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LN R YA EN RL K1~K2 10 kQ
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2.4 FFEREME (Ta=-20°C~+70°C, VDD=4.5V ~5.5V)
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B LR dap B (] tHOLD - 100 . } -
CLK—STB ] | tCLK_STB CLK1—STB? 1 - - us
SRR ] tWAIT CLK1—CLK| 1 - - us
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5.3 BZaMEHA
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7. HERERSTS54EE
7.1 SOP28 4t EEEH R}

- : L
HAAAAAARN I

_____

L H I:i-i; ‘. O—a—
I \ =l == e e el

Symbol Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches
Nin Max Nin Max
A 2.350 2. 650 0.093 0.104
Al 0.100 0. 300 0.004 0.012
A2 2. 290 2. 500 0.09 0.098
b 0. 330 0.510 0.013 0.020
c 0.204 0.330 0.008 0.013
D 17.700 18.100 0.697 0.713
E 7.400 7.700 0.291 0. 303
El 10.210 10.610 0.402 0.418
e 1. 270 (BSC) 0. 050 (BSC)
L 0. 400 1.270 0.016 0. 050
b 0° 8 0° 8°
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